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(57)摘要

本发明公开了一种复合功能电子设备机壳

及其制备方法，其中所述复合功能电子设备机

壳，包含本体；所述本体由多层基础材料层制成；

所述本体上还设置有功能层；所述所述功能层具

备散热或吸波或屏蔽或信号发射功能；所述的复

合功能电子设备机壳的制备方法，先将选中的基

础材料纤维制成基础材料纤维预浸料，再一层层

铺层到模具中，依据模具中铺层的顺序，在第1层

及第2层基础材料层之间的玻璃纤维预浸料之间

对应手机的电池及无线充电位置夹一功能层：一

张人工石墨散热片；再140
~
240摄氏度，3

~
30分钟

热压成型；所述复合功能电子设备机壳结构简

单，同时能增加复合功能；所述复合功能电子设

备机壳的制备方法简单、可操作性强。
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1.一种复合功能电子设备机壳，包含本体；其特征在于：所述本体由多层基础材料层制

成；所述本体上还设置有功能层；所述所述功能层具备散热或吸波或屏蔽或信号发射功能。

2.根据权利要求1所述的复合功能电子设备机壳，其特征在于：所述功能层设置在相邻

所述基础材料层之间或本体的最内面上或本体的最外面上。

3.根据权利要求1所述的复合功能电子设备机壳，其特征在于：所述基础材料层至少由

碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维中的一种制成。

4.根据权利要求1所述的复合功能电子设备机壳，其特征在于：所述功能层是片层结

构。

5.根据权利要求1所述的复合功能电子设备机壳，其特征在于：所述复合功能电子产品

外壳为复合功能手机外壳。

6.根据权利要求1所述的复合功能电子设备机壳，其特征在于：所述基础材料层厚度为

0.1
~
5mm,  基础材料层有2

~
10层，每层厚度0.02

~
0.5mm。

7.根据权利要求5所述的复合功能电子设备机壳，其特征在于：所述基础材料层有6层，

依据模具中铺层的顺序，在第1层及第2层基础材料层之间的对应功能位置设置一功能层。

8.根据权利要求1所述的复合功能电子设备机壳的制备方法，其特征在于：选用基础材

料纤维制成基础材料纤维预浸料，再一层层铺层到模具中，依据模具中铺层的顺序，在第1

层及第2层基础材料层之间的对应功能位置设置一功能层；再140
~
240度，3

~
30分钟热压成

型。

9.根据权利要求1所述的复合功能电子设备机壳的制备方法，其特征在于：所述功能层

由人工石墨散热片制成，其对应需要散热的区域设置。

10.根据权利要求1所述的复合功能电子设备机壳的制备方法，其特征在于：所述功能

层具备散热、吸波、屏蔽、信号发射功能中的一种或多种功能。
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一种复合功能电子设备机壳及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种复合功能电子设备机壳的改进，特指一种结构简单，同时能增加

复合功能的复合功能电子设备机壳及其制备方法。

背景技术

[0002] 目前，随着4G/5G的普及，电子产品的功能越来越强大，如手机；随之，各种功能模

块越来越多，如散热模块、吸波模块、屏蔽模块、天线等都需要在手机中分别设置安装，这就

造成手机的结构越来越复杂。

[0003] 现有的手机外壳通常采用铝制材料机加工，也有采用金属材料机加工或玻璃材料

热成型或者塑料材料注塑等工艺而成；还有其他小众的陶瓷外壳等。现有的手机外壳的功

能单一，只是用来放置手机上的零部件。

[0004] 为此，我们研发了一种结构简单，同时能增加复合功能的复合功能电子设备机壳

及其制备方法。

发明内容

[0005] 本发明目的是为了克服现有技术的不足而提供一种结构简单，同时能增加复合功

能的复合功能电子设备机壳及其制备方法。

[0006] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案是：一种复合功能电子设备机壳，包含本

体；所述本体由多层基础材料层制成；所述本体上还设置有功能层；所述所述功能层具备散

热或吸波或屏蔽或信号发射功能。

[0007] 优选的，所述功能层设置在相邻所述基础材料层之间或本体的最内面上或本体的

最外面上。

[0008] 优选的，所述基础材料层至少由碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维中的一种制成。

[0009] 优选的，所述功能层是片层结构。

[0010] 优选的，所述复合功能电子产品外壳为复合功能手机外壳。

[0011] 优选的，所述基础材料层厚度为0.1
~
5mm ,  基础材料层有2

~
10层，每层厚度0.02

~
0.5mm。

[0012] 优选的，所述基础材料层有6层，依据模具中铺层的顺序，在第1层及第2层基础材

料层之间的对应功能位置设置一功能层。

[0013] 优选的，所述的复合功能电子设备机壳的制备方法，选用基础材料纤维制成基础

材料纤维预浸料，再一层层铺层到模具中，依据模具中铺层的顺序，在第1层及第2层基础材

料层之间的对应功能位置设置一功能层；再140
~
240度，3

~
30分钟热压成型。

[0014] 优选的，所述的复合功能电子设备机壳的制备方法，所述功能层由人工石墨散热

片制成，其对应需要散热的区域设置。

[0015] 优选的，所述的复合功能电子设备机壳的制备方法，所述功能层具备散热、吸波、

屏蔽、信号发射功能中的一种或多种功能。
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[0016] 由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

本发明所述的复合功能电子设备机壳及其制备方法，其中，所述复合功能电子设

备机壳上设置有功能层；所述功能层设置在相邻所述基础材料层之间或本体的最内面上或

本体的最外面上；所述功能层由散热片或吸波材料或屏蔽材料或天线制成；所述复合功能

电子设备机壳结构简单，同时能增加复合功能；所述复合功能电子设备机壳的制备方法简

单、可操作性强。

附图说明

[0017] 下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明：

附图1为本发明所述的复合功能电子设备机壳的主视图的局部剖视图；

附图2为本发明所述的复合功能电子设备机壳的左视图的剖视图；

其中：1、本体；2、功能层；3、基础材料层。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

[0019] 实施例一

复合散热功能手机壳

附图1‑2为本发明所述的复合功能电子设备机壳是一复合功能手机壳，包含本体

1；所述本体1由多层基础材料层制成；其中，设定的相邻所述基础材料层之间还设置有功能

层；所述功能层由散热片制成。

[0020] 所述基础材料为玻璃纤维；生产时，按照设计的厚度、外观要求及功能要求，选择

基础材料，再将选择的基础材料制成预浸料，再并进行铺层到模具，依据模具中铺层的顺

序，在第1层及第2层基础材料层之间的对应功能位置设置一功能层；再根据树脂的固化及

塑性温度进行热压或真空热压或压力罐热压；所述功能层由人工石墨散热片制成，成片状，

再进行压合成型，使功能性材料嵌到设定的相邻基础材料层中间。

[0021] 下面以复合散热功能的玻璃纤维手机壳的制备方法为例进行详细说明：

如附图1‑2所示，本体1的厚度为0.56mm,  基础材料层3有6层，每层厚度0.08mm；选

用玻璃纤维为基础材料，先将玻璃纤维制成玻璃纤维预浸料，再一层层铺层到模具中，依据

模具中铺层的顺序，在第1层及第2层之间的玻璃纤维预浸料之间对应手机的电池及无线充

电位置夹一功能层2：一张人工石墨散热片；再150
~
170摄氏度，3

~
5分钟热压成型。

[0022] 这种复合散热功能的玻璃纤维手机壳在无线充电时散热性能好。

[0023] 实施例二

复合屏蔽功能机壳

附图1‑2为本发明所述的复合功能电子设备机壳是一复合屏蔽功能机壳，包含本

体1；所述本体1由多层基础材料层制成；其中，设定的相邻所述基础材料层之间还设置有功

能层；所述功能层由屏蔽材料制成。

[0024] 所述基础材料为碳纤维；生产时，按照设计的厚度、外观要求及功能要求，选择基

础材料，再将选择的基础材料制成预浸料，再并进行铺层到模具，依据模具中铺层的顺序，

在第1层及第2层基础材料层之间的对应功能位置设置一功能层；再根据树脂的固化及塑性
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温度进行热压或真空热压或压力罐热压；所述功能层由屏蔽材料制成，成片状，再进行压合

成型，使功能性材料嵌到设定的相邻基础材料层中间。

[0025] 下面以复合屏蔽功能碳纤维机壳的制备方法为例进行详细说明：

本体的厚度为0.56mm,基础材料层3有6层，每层厚度0.08mm；选用碳纤维为基础材

料，先将碳纤维制成碳纤维预浸料，再一层层铺层到模具中，依据模具中铺层的顺序，在第1

层及第2层的碳纤维预浸料之间对应位置设置一功能层：一张多孔铝薄膜；再150
~
200摄氏

度，3
~
25分钟热压成型。

[0026] 这种复合屏蔽功能碳纤维机壳具有很好的屏蔽功能。

[0027] 实施例三

复合信号发射功能手机壳

附图1‑2为本发明所述的复合功能电子设备机壳是一复合信号发射功能手机壳，

包含本体1；所述本体1由多层基础材料层制成；其中，设定的相邻所述基础材料层之间还设

置有功能层；所述功能层由手机天线制成。

[0028] 所述基础材料为芳纶纤维；生产时，按照设计的厚度、外观要求及功能要求，选择

基础材料，再将选择的基础材料制成预浸料，再并进行铺层到模具，依据模具中铺层的顺

序，在第1层及第2层基础材料层之间的对应功能位置设置一功能层；再根据树脂的固化及

塑性温度进行热压或真空热压或压力罐热压；所述功能层为手机天线，再进行压合成型，使

功能性材料嵌到设定的相邻基础材料层中间。

[0029] 下面以复合信号发射功能手机壳的制备方法为例进行详细说明：

如附图1‑2所示，本体1的厚度为0.56mm,  基础材料层3有6层，每层厚度0.08mm；选

用芳纶纤维为基础材料，先将芳纶纤维成芳纶纤维预浸料，再一层层铺层到模具中，依据模

具中铺层的顺序，在第1层及第2层之间的芳纶纤维预浸料之间对应手机天线位置夹一功能

层2：一张片层金属天线；再140
~
170摄氏度，10

~
30分钟热压成型。

[0030] 这种复合信号发射功能手机壳在信号发射性能好。

[0031] 实施例四

复合屏蔽功能便携电脑机壳

本发明所述的复合功能电子设备机壳是一复合屏蔽功能便携电脑机壳，包含本

体；所述本体由多层基础材料层制成；其中，设定的相邻所述基础材料层之间还设置有功能

层；所述功能层由屏蔽材料制成。

[0032] 所述基础材料为碳纤维；生产时，按照设计的厚度、外观要求及功能要求，选择基

础材料，再将选择的基础材料制成预浸料，再并进行铺层到模具，依据模具中铺层的顺序，

在第1层及第2层基础材料层之间的对应功能位置设置一功能层；再根据树脂的固化及塑性

温度进行热压或真空热压或压力罐热压；所述功能层由屏蔽材料制成，成片状，再进行压合

成型，使功能性材料嵌到设定的相邻基础材料层中间。

[0033] 下面以复合屏蔽功能碳纤维机壳的制备方法为例进行详细说明：

本体的厚度为0.56mm,基础材料层有6层，每层厚度0.08mm；选用碳纤维为基础材

料，先将碳纤维制成碳纤维预浸料，再一层层铺层到模具中，依据模具中铺层的顺序，在第1

层及第2层的碳纤维预浸料之间对应位置设置一功能层：一张多孔铝薄膜；再150
~
200摄氏

度，3
~
25分钟热压成型。
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[0034] 这种复合屏蔽功能碳纤维机壳用来屏蔽电子信号的工具，作用就是屏蔽外界电磁

波对内部电路的影响和内部产生的电磁波向外辐射；采用碳纤维和金属复合的外壳具有很

好的屏蔽功能，可以取代原有设备需要的内部主板屏蔽罩。

[0035] 本实施例中，所述功能层位置设置在第1层及第2层基础材料层之间；当然，根据需

求所述功能层也可以贴在本体的最内面或最外面上。

[0036] 由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

本发明所述的复合功能电子设备机壳及其制备方法，其中，所述复合功能电子设

备机壳上设置有功能层；所述功能层设置在相邻所述基础材料层之间或本体的最内面上或

本体的最外面上；所述功能层由散热片或吸波材料或屏蔽材料或天线制成；所述复合功能

电子设备机壳结构简单，同时能增加复合功能；所述复合功能电子设备机壳的制备方法简

单、可操作性强。

[0037] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人

士能够了解本发明的内容并加以实施，并不能以此限制本发明的保护范围，凡根据本发明

精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围内。
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